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einer Verbindung einer elektronischen Schaltung, insbe-
sondere von einem Chip (1) und einem Tréger (2), wie
beispielsweise einer Leiterplatte, Wafer, Zwischentréger,
Metalirahmen od. dgl. Zur Positionierung des Chip (1) fur
die Verbindung ist ein Saugwerkzeug (3) mit einem Kanal
(4) zur Ansaugung von Luft vorgesehen. In diesem Saug-
werkzeug (3) ist ein Laser (8) integriert, der den Chip von
der der Verbindungsebene abgewandten Seite aufheizt.
Das Saugwerkzeug (3) besteht aus einem fiir den Laser (8)
transparenten Material, insbesondere aus Glas. Das Saug-
werkzeug (3) weist eine, ebenfalls aus transparentem
Material bestehende, Auflageplatte (10) mit einer Auflage-
fidche fir die Aufnahme des Chip (1) auf, die nur durch den
Kanal (4) fiir die Ansaugung der Luft durchbrochen ist.
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Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Herstellung einer Verbindung einer elektronischen
Schaltung, insbesondere von einem Chip und einem Tréger, wie beispielsweise einer Leiterplatte,
Wafer, Zwischentrager, Metallrahmen od. dgl., wobei zur Positionierung des Chip fir die Verbin-
dung ein Saugwerkzeug mit einem Kanal zur Ansaugung von Luft vorgesehen ist und in diesem
Saugwerkzeug ein Laser integriert ist, der das Chip von der der Verbindungsebene abgewandten
Seite aufheizt.

Ein entsprechendes Verfahren und eine Vorrichtung zur Durchfuhrung dieses Verfahrens sind
aus der WO 00/41834 A1 bekannt. Zur thermischen Verbindung von Anschlulflachen eines Chips
mit den Anschiullflachen eines Substrates liegen die Anschiullflachen in der Verbindungsebene
einander gegeniber. Zur Erzielung der in der Verbindungsebene notwendigen Verbindungstempe-
ratur wird das Chip von seiner den AnschluBflaichen gegenuberliegenden Ruckseite her auf die
Verbindungstemperatur aufgeheizt. Die Aufheizung des Chip erfolgt mit Laserenergie. Die Zufiih-
rung der Laserenergie in dem Saugwerkzeug erfolgt Uber Glasfaserkabel. Nachteilig bei dieser
Vorrichtung ist unter anderem die AnschluBistelle fir die Einkopplung des Lasers. Derartige An-
schluBstellen bedurfen speziellen Konstruktionen, die einerseits platz- und anderseits kostenauf-
wendig sind.

Weiters ist beispielsweise aus der WO 99/05719 A1 die Verwendung von Laserstrahlung zur
selektiven Aufheizung eines Chip bzw. einzelnen Kontaktbahnen bekannt. Dabei wird das Chip
mittels eines Oblichen Saugwerkzeuges, auch Saugtool genannt, Uber der Kontaktstelle auf dem
Substrat positioniert. Das Saugtool kann dabei als sogenanntes elastisches Dip ausgefiihrt wer-
den, wodurch ein eventuell vorhandener Koplanaritatsfehler zwischen Substrat und Chip, das heif3t
eine Abweichung der Substratebene von der Parallelstellung zur Chipebene, ohne seitlichen Ver-
satz beim Andrucken des Chip auf das Substrat ausgeglichen wird. Die Aufheizung der
Kontaktstelle erfolgt von der Ruckseite des Substrates durch Bestrahlung des Substrattragers mit
Laserstrahlung. Nachteilig an diesem Verfahren ist, daf} zusétzlich zur x-y-z-Positioniereinrichtung
fur das Saugtool, auch eine zumindest in der x-y-Ebene bewegliche Positioniereinrichtung fur die
Positionierung der Laserheizeinrichtung relativ zur Chip-Substratverbindung vorgesehen werden
mul. Diese zusatzliche Positioniereinrichtung verursacht im Produktionsprozel einen zusétzlichen
Verfahrensschritt, der mit langeren Bearbeitungszeiten und hoheren Kosten verbunden ist.

Aus der DE 44 46 289 A1 ist ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Mikroverbindung von Kon-
taktelementen bekannt, die zur Erzielung der in der Verbindungsebene notwendigen Verbindungs-
temperatur Strahlungsenergie verwendet.

Darlber hinaus ist aus der Veroffentlichung IBM Techn. Discl. Bull., 1992 Vol.34, Nr. 11, Seite
362 ff ein Verfahren zur thermischen Verbindung von Anschluf3flachen eines Kontaktsubtrates mit
Anschluf¥flachen eines Tragersubstrates bekannt. Dabei erfolgt die Aufheizung des Kontaktsub-
strates durch eine infrarotlampe.

Ferner ist noch aus der US 4 404 453 A ein Verfahren zum Laserbonden von mikroelektroni-
schen Schaltungen bekannt, bei dem die Laserenergie fur die thermische Verbindung uber die
Ruckseite des fur die verwendete Laserenergie opaken Tragersubstrates eingebracht wird.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die
einerseits die oben aufgezeigten Nachteile vermeidet und die anderseits einen einfachen Aufbau
aufweist und eine thermische Verbindung, also insbesondere eine selektive Verlétung, eines Chips
mit einem Tr&ger in einem rationellen Fertigungsvorgang mit einer hoher Qualitat sicherstellt.

Die Aufgabe wird durch die Erfindung gel¢st.

Die erfindungsgemaRe Einrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dal das Saugwerkzeug aus
einem fur den Laser transparenten Material besteht und daR das Saugwerkzeug eine, ebenfalls
aus transparentem Material bestehende, Auflageplatte mit einer Auflageflache fur die Aufnahme
des Chip aufweist, die nur durch den Kanal fur die Ansaugung der Luft durchbrochen ist. Mit der
Erfindung ist es erstmals méglich, eine Abstutzung des Chip fir den Verbindungsvorgang schon
wahrend der Aufheizung zu erreichen, wobei gleichzeitig eine volle Ausnitzung der Auflagefiache
zwischen Saugwerkzeug und Chip als Heizflache erfolgt.

Ein bedeutender Vorteil der Erfindung liegt vor allem darin, daR der Laser in Zusammenhang
mit der Auflageplatte eine definierte raumliche und zeitliche Aufbringung von Strahlungsleistung
und Warme erlaubt. Dadurch kann beispielsweise der erhéhte Warmeverlust an den Ecken des
Chip durch selektive Mehraufbringung von Strahiungsleistung so kompensiert werden, daR die
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Temperatur im ganzen Chip konstant ist. Ferner weist das erfindungsgemafie Saugwerkzeug den
Vorteil auf, daR durch seine lasertransparente Ausfiihrung keine weiteren zusétzlichen Bauteile
oder auch Einbauten notwendig sind. Eine wirtschaftliche und kostenmaRig gunstige Herstellung ist
dadurch sichergestelit. Dariber hinaus ist die Funktionsfahigkeit gewahrleistet, wodurch Ferti-
gungsunterbrechungen praktisch nicht gegeben sind.

Der aktuelle Technologietrend geht in die Richtung, dal die Verlétung der Chips bereits im
Bonder erfolgt, das heilt, dal der Lotvorgang durch selektive Aufheizung des Chip kurz vor, wah-
rend oder unmittelbar nach dem Bondvorgang Gber Laser erfolgt. Dies ist naturlich mit der erfin-
dungsgemafen Einrichtung méglich. Der Vorteil dieser Vorgangsweise ist, da die Létverbindung
dadurch genau, schnell und kostengtinstig durchgefiihrt werden kann.

GemaR einem besonderen Merkmal der Erfindung ist das transparente Material Glas. Glas hat
den Vorteil, dai sowoh! dessen Herstellung und auch dessen Verarbeitung von der Technologie
her, wirtschaftlich durchgefihrt werden kann.

Auch eine eventuelle Ersatzteilhaitung ist problemlos zu erzielen. In Hinblick auf einen wirt-
schaftlichen Fertigungsablauf sind derartige Aspekte von Bedeutung.

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung entspricht die Groe der Auflageplatte minde-
stens der GroRe der aufzuheizenden Flache des Chip. Abgesehen von der optimalen Abstltzung
des Chip wahrend seiner Beanspruchung bei der Verarbeitung, kann dadurch sichergestelit wer-
den, daR eine gezielte bzw. definierte, gleichmaRige Erwarmung erreichbar ist. Dadurch kann die
Gefahr von Mikrorissen im Chipmaterial durch thermische Spannungen praktisch auf nahezu null
reduziert werden. :

GemaR einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung ist die Aufnahmeplatte und das Saug-
werkzeug einstickig ausgebildet. Wie bereits erwahnt, ist die Glasindustrie heute auf einem Stan-
dard, der es erlaubt, derartige Spezialteile wirtschaftlich anzubieten. In Hinblick auf den Gesamt-
prozef} ist dies von positiver Bedeutung.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist im Bereich der Miindung des Kanals eine
Aussparung vorgesehen. Die GroRe dieser Aussparung kann in Abhéngigkeit der GroRe des Chip
oder auch seiner Aufheizflache gewahit werden. Beispielsweise ware nur ein einfacher Werkzeug-
tausch notwendig, um eine Anpassung zu erreichen. Aus technischer Sicht ist diese Aussparung
fur den zu erzeugenden Saugdruck und fur die reibungslose Abnahme des Chip von der Auflage-
flache von Bedeutung.

GemaR einer Weiterbildung der Erfindung weist das Saugwerkzeug eine Eintrittsflache fur den
Laser auf, die als Linse ausgebildet ist. Vorteilhafterweise kann dadurch eine Beeinflussung der
raumlichen Verteilung der Energie des Lasers in der Kontaktflache zwischen Chip und Auflageplat-
te erfolgen.

Nach einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung weist das Saugwerkzeug eine Aulenfla-
che auf, die partiell oder zur Ganze mit reflexionsmindernden oder reflexionsverstarkenden Schich-
ten beschichtet ist. Oberstes Gebot beim Einsatz von Laser ist, eine gleichmaBige Verteilung der
zugefuhrten Energie zu erreichen. Mit derartigen Schichten kénnen die Transmissionsveriuste, die
bei Reflexionen auftreten, entsprechend gesteuert werden.

Gemal einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die AuBenflache des Saugwerkzeuges
zur Ganze oder partiell mit absorptionsverstarkenden Schichten, insbesondere mit opaken Ab-
deckungen, beschichtet. Auch mit dieser Beschichtung der AuRenflache des Saugwerkzeuges ist
eine Steuerung der mit Laser zugefuhrten Energie moglich.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Auenflache des Saugwerkzeuges zur
Ganze oder partiell aufgerauht. Ebenso kann eine derartige Behandlung der Auenflache die mit
Laser zugefluhrte Energie gezielt steuern.

Natirlich konnen auch Kombinationen der oben aufgezeigten Ausgestaltungen der AuRenfia-
che des Saugwerkzeuges ihren Einsatz rechtfertigen.

Gemal einem besonderen Merkmal der Erfindung ist das Saugwerkzeug in einem Werkzeug-
aufnehmer vorgesehen, wobei das Saugwerkzeug (ber eine Feder beweglich an den Werkzeug-
aufnehmer angekoppelt ist und der Werkzeugaufnehmer tber ein Linearlager in einem Werkzeug-
halter gelagert ist. Sehr groRe Bedeutung kommt der Lagerung des Saugwerkzeuges im Werk-
zeugaufnehmer und in weiterer Folge der Lagerung des Werkzeugaufnehmers im Werkzeughalter
zu. Um eventuell vorhandene Koplanaritatsfehler zwischen Trager und Chip, ohne seitlichen Ver-
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satz beim Andriicken des Chip auf den Trager, auszugleichen, ist eine derartige Membranlagerung
von groflem Vorteil. Derartiger seitlicher Versatz beim Ausgleich eines Koplanaritatsfehler wirkt
sich in den gesteliten Bedingungen an die Qualitat naturgemaR negativ aus. Eine Vermeidung ist
daher eine Grundvoraussetzung zur Erfillung der Qualitatskriterien. Mit den aufgezeigten Kon-
struktionsmerkmalen lassen sich diese Fehler weitestgehend ausschlieen.

Nach einer alternativen Ausfithrungsform der erfindungsgeméaBen Lagerung sind das Saug-
werkzeug und der Werkzeugaufnehmer starr miteinander verbunden und der Werkzeugaufnehmer
ist ber eine Feder im Werkzeughalter gelagert. Auch mit dieser Konstruktion 146t sich der seitliche
Versatz beim Ausgleich eines Koplanaritatsfehlers vorteilhafterweise vermeiden.

Gemal einer Weiterbildung bei der erfindungsgemafien Lagerung ist die Feder am Umfang mit
dem Werkzeugaufnehmer geklemmt und weist eine zentrische Bohrung fur die Ankopplung des
Saugwerkzeuges auf. Diese konstruktive Ausbildung erméglicht eine einfache Montage und ge-
wihrleistet eine sichere Funktion der Einrichtung in Hinblick auf die vorstehend aufgezeigte Pro-
blematik des Koplanaritdtsausgleiches.

Nach einer Weiterbildung der erfindungsgemafen, alternativ aufgezeigten, Lagermdéglichkeit ist
die Feder am Umfang an den Werkzeughalter angebunden und weist eine konzentrische Bohrung
fur die Ankopplung des Werkzeugaufnehmers bzw. Saugwerkzeuges auf. Auch dieser Konstruktion
der Lagerung kénnen Vorteile zugesprochen werden, wobei natirlich der Vermeidung des seitli-
chen Versatzes beim Ausgleich von Koplanaritatsfehlern das Hauptaugenmerk gilt.

Gemal einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Feder in der Draufsicht kreis-
rund. Eine einfache rationelle Fertigung ist dadurch gewahrleistet. Ferner werden auch die auftre-
tenden Krafte und Verformungen durch die Formgebung optimal verteilt.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist die Feder in der Draufsicht zu einer in
der Draufsichtsebene liegenden Achse spiegelsymmetrische Aussparungen auf. Fir die Bewegung
des Saugwerkzeuges konnen diese Aussparungen definiert werden, wodurch eine hohe Exaktheit
gewahrleistet ist, die sich positiv auf die Qualitat des zu erzeugenden Produktes auswirkt.

Gemah einer Weiterbildung der Erfindung weist die Feder mindestens zwei symmetrische, auf
einem konzentrischen Kreis liegende Aussparungen und mindestens zwei symmetrische, auf
einem konzentrischen Kreis liegende Biegeschenkel auf. Dadurch ist die raumliche Beweglichkeit
gewdhrleistet und die Feder ist angular weich und lateral steif.

Nach einem besonderen Merkmal der Erfindung weist die Feder jeweils vier symmetrische, auf
drei konzentrischen Kreisen liegende Aussparungen und jeweils vier symmetrische, auf drei kon-
zentrischen Kreisen liegende Biegeschenkel auf. Die raumliche Beweglichkeit wird dadurch noch
erhoht. Die angular weiche und lateral steife Federung ist naturlich vorteilhafterweise wieder gege-
ben.

Entsprechend einer Ausgestaltung der Erfindung ist die Feder aus einem Federstahiblech oder
aus einem Kunststoff oder dergleichen gefertigt. Mit diesen Materialien ist vorteilhafterweise eine
problemlose Fertigung gewahrleistet.

Geman einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist der Laser seitlich in den Werkzeug-
halter eingekoppelt und mit Hilfe einer im Inneren des Werkzeughalters befindlichen integrierten
Laser-Umlenkeinheit auf das Saugwerkzeug umienkbar.

Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist die Laser-Umlenkeinheit als Glasprisma ausgefihrt.
Dadurch ist ein gutes Reflexionsverhalten gewahrieistet, so daR bei der Umlenkung des Lasers nur
geringe Verluste auftreten. Die zum Thema Glas oben aufgezeigten Vorteile haben auch hier Gel-
tung.

Gemal einem besonderen Merkmal der Erfindung ist als Lichtquelle fur den Laser ein Haiblei-
terlaser mit einer Wellenlange von etwa 860nm vorgesehen. Ein derartiger Laser erlaubt auf Grund
seiner hohen Lebensdauer und einfachen Handhabung eine wirtschaftliche und praxisgerechte Lo-
sung.

SchlieRlich ist noch eine weitere Ausgestaltung der Erfindung vorteilhaft, namlich dal das
Saugwerkzeug in einem, zumindest teilweise evakuierbaren, Werkzeugaufnehmer eingebracht ist.
Dadurch kann das Saugwerkzeug ohne eigene Anschlufeinbauten ausgefuhrt werden. Eine autar-
ke Beweglichkeit fUr das Saugwerkzeug ist dadurch gegeben.

Die Erfindung wird im nachfolgenden anhand der in den Zeichnungen dargestellten Ausfih-
rungsbeispiele naher erléutert.
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Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der Einrichtung,

Fig. 2 einen Schnitt durch die Einrichtung mit einer Membraniagerung,

Fig. 3 einen Schnitt durch die Einrichtung, bei der Saugwerkzeug und Werkzeugaufnehmer

starr miteinander verbunden sind und

Fig. 4 eine Draufsicht auf ein als Lagerung verwendetes Federstahlblech.

Einfuhrend sei festgehalten, daR in den unterschiedlich beschriebenen Ausfuhrungsformen
gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen versehen werden,
wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngemaf auf gleiche Teile
mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen Ubertragen werden kénnen. Auch
sind die in der Beschreibung gewahiten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich, usw. auf die
unmittelbar beschriebene sowie dargestelite Figur bezogen und sind bei einer Lage&nderung
sinngemanl auf die neue Lage zu Ubertragen. Weiters kénnen auch Einzelmerkmale oder Merk-
malskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen unterschiedlichen Ausfilhrungsbeispie-
len fur sich eigenstandige, erfinderische oder erfindungsgeméRe Losungen darstellen.

Die den eigenstandigen erfinderischen Losungen zugrundeliegende Aufgabe kann der Be-
schreibung entnommen werden.

Gemal der Fig. 1 dient die Einrichtung zur Herstellung einer Verbindung einer elektronischen
Schaltung, also insbesondere von einem Chip 1, mit einem Trager 2, wie beispielsweise einer
Leiterplatte, Wafer, Zwischentrager, Metallrahmen oder dergleichen. Insbesondere wird die Einrich-
tung beim Bonden und Verléten der Chips 1 mit dem Tréger 2 eingesetzt. Beim Bonden der Chips
1 auf einen Trager 2, vorzugsweise mittels der Flip-Chip-Methode, wird das Chip 1 so auf den
Tréger 2 aufgebracht, daB jene Seite des Chip 1, auf der sich die Kontaktbahnen befinden mit den
Kontaktbahnen des Tragers 2 zusammenfélit. Dabei sind die Kontaktbahnen des Chip 1 bzw. des
Tragers 2 oder auch beide mit Lot versehen. Die mit Lot versehenen Kontaktstellen werden auch
Bumps genannt. Zur genauen Positionierung des Chip 1 fur die thermische Verbindung ist ein
Saugwerkzeug 3 vorgesehen, wobei dieses Saugwerkzeug 3 einen, vorzugsweise mittigen, Kanal
4 aufweist, der zur Ansaugung von Luft dient.

Das Saugwerkzeug 3 ist, gegebenenfalls {iber eine Lagerung 5, in einem Werkzeugaufhehmer
6 vorgesehen, wobei der Werkzeugaufnehmer 6 in einem Werkzeughalter 7 gelagert ist. In diese
Einrichtung bestehend aus Saugwerkzeug 3, Werkzeugaufnehmer 6 und Werkzeughalter 7 wird
der Laser 8 eingekoppelt. Der eingekoppelte Laser 8 heizt das Chip 1 von der der Verbindungs-
ebene ahgewandten Seite auf und schafft so die Voraussetzungen fur die thermische Verbindung
mit dem Trager 2. Der Laser 8 ist also praktisch in der Einrichtung integriert.

Der Laser 8 wird seitlich in den Werkzeughalter 7 und in weiterer Folge in den Werkzeugauf-
nehmer 6 eingebracht. Im Werkzeugaufnehmer 6 ist eine Laserumlenkeinheit 9 vorgesehen, die
den Laser 8 auf das Saugwerkzeug 3 umlenkt. Diese Laser-Umlenkeinheit 9 kdnnte als Glasprisma
ausgefthrt sein.

Um nun eine thermische Verbindung, also insbesondere eine selektive Verliétung des Chips 1
mit dem Trager 2, in einem rationellen Fertigungsvorgang mit einer hohen Qualitét sicherzustellen,
wird das Saugwerkzeug 3 aus einem fur den Laser 8 transparenten Material, vorzugsweise aus
Glas, hergestelit. Durch die fur den Laser 8 transparente Ausfuhrung des Saugwerkzeuges 3 kann
eine raumliche und gegebenenfalls auch zeitliche Aufbringung von Strahlungsleistung und Warme
definiert werden.

Der Forderung nach einer mit hoher Qualitat durchgefiihrten rationellen Fertigung wird ent-
sprochen, in dem daf} das Saugwerkzeug 3 eine Auflageplatte 10 mit einer Auflageflache fiir die
Aufnahme des Chip 1 aufweist. Diese Auflageplatte 10 dient zur Abstiitzung des Chip 1 beim
Aufheizvorgang und vor allem beim Verbindungsvorgang. Vorzugsweise ist diese Auflageplatte 10
mit dem Saugwerkzeug 3 einstlickig gefertigt und ist ebenfalls aus dem fir einen Laser 8 transpa-
rentem Material, also insbesondere aus Glas. Durchbrochen ist diese Auftageplatte 10 vom Kanal
4 fur die Luftansaugung, die den Unterdruck bzw. das Vacuum fur die Aufnahme des Chip 1 er-
zeugt. Die Vacuumerzeugung kann bereits im Werkzeugaufnehmer 6 erfolgen, wobei eine Zulei-
tung 11 vom Werkzeughalter 7, der den Anschluf} aufweist, vorgesehen ist. Naturlich kann die
Auflageplatte 10 im Bereich des Kanals 4 eine Aussparung 12 aufweisen, die der reibungslosen
Auf- und Abnahme des Chip 1 dient. Die GroRe der Auflageplatte 10 kann entsprechend der
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gewiinschten Heizflache des Chip 1 gewahlt werden. Sie kann auch der GroRe des Chip 1 ent-
sprechen.

Wie bereits erwahnt, erlaubt der Laser 8 eine definierte rdumliche und zeitliche Aufbringung
von Strahlungsenergie. Die raumliche Aufbringung wird dadurch unterstutzt, daR das Saugwerk-
zeug 3 eine Eintrittsflache 13 fur den Laser 8 aufweist, die als Linse ausgebildet ist. Ferner kann
zur Kompensation des erhdhten Wéarmeverlustes an den Ecken des Chip 1 die AuRenflache des
Saugwerkzeuges 3 einer speziellen Behandlung unterliegen. So kann die AuBenflache des Saug-
werkzeuges 3 partiell oder zur Ganze mit reflexionsmindernden oder reflexionsverstarkenden
Schichten beschichtet sein. Ebenso kénnten absorptionsverstarkende Schichten, wie beispielswei-
se opake Abdeckungen, aufgetragen werden. Auch eine Aufrauhung der AuBenflache ist vorstell-
bar. Natiirlich kénnten die obigen MaRnahmen auch kombiniert durchgefiihrt werden.

Bei praktischen Versuchen hat sich gezeigt, daR eine Bestrahlung des Chip 1 fir die thermi-
sche Verbindung mit einem Halbleiterlaser, der eine Wellenlange von 860nm aufweist, eine wirt-
schaftliche und praxisgerechte Lésung darstellt.

GemaR der Fig. 2 ist das aus Glas bestehende Saugwerkzeug 3 mit seiner als Auflageplatte 10
ausgefuhrten Spitze in einem Werkzeugaufnehmer 6 iber ein Membranlager 14 beweglich gela-
gert. Der Werkzeugaufnehmer 6 seinerseits ist Giber ein Linearlager 15 im Werkzeughalter 7 gela-
gert. Wichtig bei dieser Lagerung ist, dal® das Lager angular weich und lateral steif ist, wodurch
eventuell vorhandene Koplanaritatsfehler zwischen Trager 2 und Chip 1 ausgeglichen werden.
Durch die vorteilhafte Ausfihrung der Einrichtung kommt es beim Ausgleich derartiger Fehler zu
keinem seitlichen Versatz beim Andriicken des Chip 1 auf den Trager 2.

Das Membranlager 14 besteht im wesentlichen aus einer kreisrunden, plattenférmigen Feder
16, die am Umfang Uber Schrauben 17 mit dem Werkzeugaufnehmer 6 geklemmt ist und die
zentrisch eine Bohrung zur Aufnahme des Saugwerkzeuges 3 aufweist.

Das Linearlager 15 besteht im wesentlichen aus einzelnen Rollenlagern 18 die im bzw. am
Werkzeughalter 7 ihren Sitz haben und die eine lineare Auf- und Abwartsbewegung des Werkzeug-
aufnehmers 6, wie sie bei der Positionierung des Chip 1 unabdingbar ist, sicher gewahrieisten.

Im Werkzeugaufnehmer 6 ist auch das Glasprisma, als Laser-Umlenkeinheit 9, vorgesehen.

Eine andere Variante der Lagerung des Saugwerkzeuges 3 im Werkzeugaufnehmer 6 bzw. im
Werkzeughalter 7 ist in Fig. 3 aufgezeigt. Das Saugwerkzeug 3 ist mit dem Werkzeugaufnehmer 6
starr verbunden. Die Feder 19 ist am Umfang des Werkzeughalters 7 mit diesem fest verbunden
und weist mittig wieder eine konzentrische Bohrung zur Ankoppiung des Werkzeugaufnehmers 6
mit dem Saugwerkzeug 3 auf. Vorteilhaft bei dieser Lagerung ist sicher die einfache Bauweise,
wobei die angulare Beweglichkeit und die laterale Steifigkeit gegeben sind. Die Feder 19 kann
naturlich eine den Umfangsabmessungen des Werkzeughalters 7 angepafite Form besitzen.

Gemal der Fig. 4 ist eine Feder 16 bzw. 19 in ihrer Draufsicht aufgezeigt. Die Feder 16 bzw.
19 selbst kann sowohl aus einem Federstahlblech oder auch aus einem dafiir geeigneten Kunst-
stoffmaterial bestehen. Bohrungen 20 dienen der Moglichkeit der Befestigung der Feder 16 bzw.
19 an den vorgesehen Teilen.

Um die angulare Beweglichkeit und die laterale Steifigkeit zu erreichen, weist die Feder 16
bzw. 19 zu einer in der Draufsichtsebene liegenden Achse spiegelsymmetrische Aussparungen 21
auf. Um gute Ergebnisse zu erzielen, sollte die Feder 16 bzw. 19 mindestens zwei symmetrische,
auf einem konzentrischen Kreis liegende Aussparungen 21 und mindestens zwei symmetrische,
auf einem konzentrischen Kreis liegende Biegeschenkel 22 aufweisen. Eine optimale angulare
Beweglichkeit und laterale Steifigkeit wird - wie in der Fig. 4 dargestellt - mit einer Ausfihrung
erreicht, bei der die Feder 16 bzw. 19 jeweils vier symmetrische, auf drei konzentrischen Kreisen
liegende Aussparungen 21 und jeweils vier symmetrische, auf drei konzentrischen Kreisen liegen-
de Biegeschenkel 22 auf.

Der Ordnung halber sei abschlieBend darauf hingewiesen, dal zum besseren Versténdnis des
Aufbaus die Teile bzw. deren Bestandteile teilweise unmafistablich und/oder vergréfiert und/oder
verkleinert dargestellt wurden.
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PATENTANSPRUCHE:

Einrichtung zur Herstellung einer Verbindung einer elektronischen Schaltung, insbesonde-
re von einem Chip und einem Trager, wie beispielsweise einer Leiterplatte, Wafer, Zwi-
schentrager, Metallrahmen od. dgl., wobei zur Positionierung des Chip fir die Verbindung
ein Saugwerkzeug mit einem Kanal zur Ansaugung von Luft vorgesehen ist und in diesem
Saugwerkzeug ein Laser integriert ist, der den Chip von der der Verbindungsebene abge-
wandten Seite aufheizt, dadurch gekennzeichnet, daRl das Saugwerkzeug (3) aus einem
fur den Laser (8) transparenten Material besteht und daR das Saugwerkzeug (3) eine,
ebenfalls aus transparentem Material bestehende, Auflageplatte (10) mit einer Auflagefla-
che fur die Aufnahme des Chip (1) aufweist, die nur durch den Kanal (4) fur die Ansaugung
der Luft durchbrochen ist.

Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl das transparente Material
Glas ist.

Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daR die GroRe der Aufla-
geplatte (10) mindestens der GroRe der aufzuheizenden Flache des Chip (1) entspricht.
Einrichtung nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, daf}
die Aufnahmeplatte (10) und das Saugwerkzeug (3) einstiickig ausgebildet ist.

Einrichtung nach mindestens einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daf}
im Bereich der Mindung des Kanals (4) eine Aussparung (12) vorgesehen ist.

Einrichtung nach mindestens einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafy
das Saugwerkzeug (3) eine Eintrittsflache (13) fur den Laser (8) aufweist, die als Linse
ausgebildet ist.

Einrichtung nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dal}
das Saugwerkzeug (3) eine AuRenflache aufweist, die partiell oder zur Ganze mit reflexi-
onsmindernden oder reflexionsverstarkenden Schichten beschichtet ist.

Einrichtung nach mindestens einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dal®
die AuRenflache des Saugwerkzeuges (3) zur Ganze oder partiell mit absorptionsverstar-
kenden Schichten, insbesondere mit opaken Abdeckungen, beschichtet ist.

Einrichtung nach mindestens einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daf}
die AuRenflache des Saugwerkzeuges (3) zur Ganze oder partiell aufgerauht ist.
Einrichtung nach mindestens einem der Anspriche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daf}
das Saugwerkzeug (3) in einem Werkzeugaufnehmer (6) vorgesehen ist, wobei das
Saugwerkzeug (3) tber eine Feder (16) beweglich an den Werkzeugaufnehmer (6) ange-
koppelt ist und der Werkzeugaufnehmer (6) Uber ein Linearlager (15) in einem Werkzeug-
halter (7) gelagert ist.

Einrichtung nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dal
das Saugwerkzeug (3) und der Werkzeugaufnehmer (3) starr miteinander verbunden sind
und der Werkzeugaufnehmer (6) tber eine Feder (19) im Werkzeughalter (7) gelagert ist.
Einrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dal® die Feder (16) am Umfang
mit dem Werkzeugaufnehmer (6) geklemmt ist und eine zentrische Bohrung fur die An-
kopplung des Saugwerkzeuges (3) aufweist.

Einrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daf3 die Feder (19) am Umfang
an den Werkzeughalter (7) angebunden ist und eine konzentrische Bohrung far die An-
kopplung des Werkzeugaufnehmers (6) bzw. Saugwerkzeuges (3) aufweist.

Einrichtung nach mindestens einem der Anspriche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dafR die Feder (16, 19) in der Draufsicht kreisrund ist.

Einrichtung nach mindestens einem der Anspriiche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dal die Feder (16, 19) in der Draufsicht zu einer in der Draufsichtsebene liegenden Achse
spiegelsymmetrische Aussparungen (21) aufweist.

Einrichtung nach mindestens einem der Anspriche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
daR die Feder (16, 19) mindestens zwei symmetrische, auf einem konzentrischen Kreis
liegende Aussparungen (21) und mindestens zwei symmetrische, auf einem konzentri-
schen Kreis liegende Biegeschenkel (22) aufweist.

Einrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daR die Feder (16, 19) jeweils
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vier symmetrische, auf drei konzentrischen Kreisen liegende Aussparungen (21) und je-
weils vier symmetrische, auf drei konzentrischen Kreisen liegende Biegeschenkel (22)
aufweist.

Einrichtung nach mindestens einem der Anspriche 10 bis 17, dadurch gekennzeichnet,
daR die Feder (16, 19) aus einem Federstahlblech oder aus einem Kunststoff oder derglei-
chen gefertigt ist.

Einrichtung nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daf}
der Laser (8) seitlich in den Werkzeughalter (7) eingekoppelt und mit Hilfe einer im Inneren
des Werkzeughalters (7) befindlichen integrierten Laser-Umienkeinheit (9) auf das Saug-
werkzeug (3) umlenkbar ist.

Einrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daB die Laserumlenkeinheit (9)
als Glasprisma ausgefiihrt ist.

Einrichtung nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daR
als Lichtquelle fur den Laser (8) ein Halbleiterlaser mit einer Wellenidnge von etwa 860nm
vorgesehen ist.

Einrichtung nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daR
das Saugwerkzeug (3) in einem, zumindest teilweise evakuierbaren, Werkzeugaufnehmer
(6) eingebracht ist.

HIEZU 4 BLATT ZEICHNUNGEN
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